
Title (en)
METHOD FOR PRODUCING A MICROELECTRONIC COMPONENT AND COMPONENT PRODUCED ACCORDING TO SAID METHOD

Title (de)
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MIKROELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS UND DANACH HERGESTELLTES BAUELEMENT

Title (fr)
PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COMPOSANT MICROELECTRONIQUE ET COMPOSANT PRODUIT SELON CE PROCEDE

Publication
EP 1346403 A2 20030924 (DE)

Application
EP 01988040 A 20011218

Priority
• DE 10064479 A 20001222
• EP 0114955 W 20011218

Abstract (en)
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